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前言

两年前，我出版了一本名为《高速电路系统设计与仿真分析：Cadence实例设计详解》的书。
在该书中讲述了如何使用Cadence工具进行高速电路系统设计，以及利用仿真分析对设计进行指导和
验证。
此书出版之后，得到了很多读者积极的响应，同时也得到了很多读者建设性的反馈。
其中有三条意见成为我再版此本书的重要理由：在上一版的书中，所介绍的 DDR设计技术略显过时，
无论是DDR技术本身，还是设计难度现在都已经不具有挑战性。
在不到一年的时间里，DDR2技术得到了广泛应用，基本取代了原来的DDR地位，而且DDR3也越来越
多地出现在各种产品中。
因此很多读者反映，希望能够介绍目前流行的DDR2或DDR3的设计方法和难点，以及如何利用现有的
仿真工具完成对DDR系统的仿真和验证工作。
对于电源完整性的仿真分析，业界一直停留在“指导”性的阶段，没有可以参照的工程可行的方法。
因此，在本书中，结合Hyper Lynx的PI工具，详细讲述如何使用Hyper Lynx进行电源系统仿真的方法和
流程，以及前仿和后仿的实施步骤。
随着高性能系统的发展，几乎所有的高速数据接口都已经采用差分串行信号体制，正如我上一版书的
预计，6Gbps系统已经普遍应用，越来越多的厂商开始在设计中尝试10Gbps技术。
因此，在这本书中，希望介绍目前流行的高速差分串行技术的背景、信号特点和系统设计难度、仿真
方法，以及丰富实践案例和经验。
诚然，在前一版书出版至今的一年时间之内，DDR2技术已经广泛应用于电子系统的各个领域，无论
是高性能的大型电子系统还是精巧细致的手持设备。
而高速差分信号的应用也从一年前的5Gbps发展到了10Gbps，几乎成为高速数据接口的唯一形式，成
为目前越来越热的设计话题。
也正是因为在如此高的信号频率下，信号的传播特征以及分析方法都完全不同于GHz以下的低频信号
，因此，也确实有必要通过充实本书的内容，把这项技术传播给大家，让更多的工程师能够更快地掌
握和应用这项技术。
除了上述再版理由，还有一个来自我自身的动力，就是通过上一版书的出版，以及和读者的后续交流
中发现，国内的SI工程师正逐渐走向成熟，更多的工程师已经不满足于只是对于某个SI现象和处理方
法的讨论和学习，他们更渴望得到清晰的理论知识和技术背景，因此在这本书里对一些SI现象的技术
背景内容进行了更多的补充。
本书将继承前一版书的写作风格，在讲解各项技术以及信号／电源完整性的相关现象的同时，尽量以
设计和仿真实例向读者展示所要说明的问题。
但是和前一版书所不同的是，此书的所有实例将在Mentor公司的Hyper Lynx相关工具中实现。
这样做的目的有二：一是因为应广大读者的需求，对Mentor用户群有所倾向；二是，Mentor的Hyper
Lynx工具在高速电路的仿真分析中确实有独特的优势。
而且，从目前业界发展的状态和趋势来看，无论是国际化IT行业领军的大公司、外企，还是国内企业
，已经越来越多地抛弃原来的设计工具和流程，逐渐转向Mentor的设计环境和工具链。
由于我本人所具有的一些特殊信息渠道，故已经看到或者感受到这种变化。
因此，从工程师的角度讲，我也想提醒广大电子行业的工程师，如果能敏锐地抓住机会，选择主
流EDA设计工具，同时也可以增加自身的行业竞争力。
无论从技术角度还是读者需求，此次的所有实例，都将基于Mentor的高速设计流程和环境。
（关于Mentor的高速设计流程和工具变化以及发展趋势，将在最后一章对技术发展的展望和心得交流
中做比较详细的介绍。
）邵鹏2013年2月于北京
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内容概要

《信号/电源完整性仿真分析与实践》的目的是要使电子系统设计工程师们能够更好地掌握高速电路系
统设计的方法和技巧，跟上行业发展要求。
因此，《信号/电源完整性仿真分析与实践》由简到难、由理论到实践，以设计和仿真实例向读者讲解
了信号／电源完整性的相关现象，如何使用EDA工具进行高速电路系统设计，以及利用仿真分析对设
计进行指导和验证。
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章节摘录

版权页：   插图：   无论哪个标准，都是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的
能力。
电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰，使电子设备在特定的电磁环境中正常
工作，同时又能减少电子设备本身对其他电子设备的电磁干扰。
 与EMC经常同时提及的一个名词是电磁干扰EMI（ElectromagneticInterference），它是指一个电气系统
由于对EMC问题处理不好而引起的电磁辐射干扰问题。
 毫无疑问，所有EMC／EMI的问题都来源于电子系统内部，所有电器和电子设备工作时都会有间歇或
连续性电压电流变化，这样会导致在特定的频带内产生电磁能量，而相应的电路则会将这种能量发射
到周围的环境中。
同时，随着系统工作频率的提高（电压和电流变化速率加快），EMC的问题只会越来越严重。
 理论上，产生EMI问题，只有两种途径：传导（Conduction）和辐射（Radiation）。
信号传导是指信号能量离开受限范围，通过耦合方式，进入另外一个不相关区域或者系统，对该部分
电路进行干扰。
而信号辐射是指信号能量通过本区域导体上的缝、槽、开孔或其他缺口，以电磁辐射的方式泄漏出去
，被不相关区域或者系统内的天线所接收，引入到该电路中，对其造成干扰。
因此，进行EMC设计时，要从产生EMI的这两个方面进行考虑，从而抑制或者减小EMI，达到理想的
设计效果。
对于EMI中由于辐射所引起的问题，传统上来讲，我们主要采用三种措施：屏蔽、滤波和接地。
这三种方法虽然有着独立的作用，但是相互之间是有关联的，良好的接地可以降低设备对屏蔽和滤波
的要求，而良好的屏蔽也可以使滤波器的要求低一些。
通常做适当的屏蔽是一种有效而简单可行的方式，屏蔽能够有效抑制通过空间传播的电磁干扰，采用
屏蔽的目的有两个：一个是限制内部的辐射电磁能量外泄出控制区域；另一个就是防止外来的辐射电
磁能量进入内部控制区。
 很多EMI抑制都采用屏蔽的方式来实现，通过屏蔽、过滤或接地等方式将干扰产生电路隔离及增强敏
感电路的抗干扰能力等。
在高频EMI情况下，采用薄层金属外壳可达到良好的屏蔽效果，但条件是金属外壳的屏蔽必须连续，
并将电路中敏感部分完全遮盖住，没有缝隙或缺口。
然而在实际中要制造一个无缝隙和缺口的屏蔽罩几乎是不可能的，如果屏蔽罩要分成多个部分制作，
就会有接合缝隙。
另外，通常还得在屏蔽罩上打孔以便安装或装配其他组件。
因此，设计屏蔽罩的困难在于制造过程中不可避免会产生孔隙，从而降低了屏蔽性能。
尽管沟槽和缝隙不可避免，然而，我们知道，高频电磁波在通过特定形状的沟槽和缝隙时，会造成一
定程度的衰减，而衰减的程度与电磁波的波长和缝隙形状相关。
因此，仔细设计屏蔽罩的形状和缝隙开孔尺寸，利用高频电磁波的波导传输特性，还是能够取得很好
的屏蔽效果。

Page 7



第一图书网, tushu007.com
<<信号/电源完整性仿真分析与实践>>

编辑推荐

《信号/电源完整性仿真分析与实践》编辑推荐：经典畅销书全面升级版，高速电路系统设计工程师必
读。
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